
* RoHS 指令2015/863（2015年3月31日）及び付属書を含む。

** ハロゲンフリーに対応するため (a) 臭素 (Br) の含有量が900ppm以下、(b) 塩素 (Cl)の含有量が900ppm以下、(c)BrとClの総合含有量が1500ppm以下です。

仕様書の内容は、予告なく変更されることがあります。
特定の目的においては実際のデバイス性能をお確かめください。

電気特性

品　名

Ihold Itrip Resistance
トリップ時の
電力損失 安全規格

at 23 ℃ at 23 ℃ at 23 ℃
(W) 

at 23 ℃
cUL TÜV

Rmin R1max Typ. E174545 R50391579

PRCP-ASML010/6 6 50 0.10 0.3 0.15 3.0 0.5 1.0 0.5 ✓ ✓

PRCP-ASML020/6 6 50 0.20 0.5 0.10 1.6 1.0 1.0 0.5 ✓ ✓

PRCP-ASML035/6 6 50 0.35 0.7 0.05 0.85 8.0 0.1 0.5 ✓ ✓

PRCP-ASML050/6 6 50 0.50 1.0 0.04 0.50 8.0 0.1 0.5 ✓ ✓

特長 アプリケーション
■ リチウムイオン及びリチウムポリマー

バッテリーパックの保護

■ PCマザーボード、Plug＆Play保護

■ 携帯電話のバッテリー、及びポート保護

■ USBポート保護

■ ゲーム機ポート保護

環境特性

項　目 条　件 判　定　基　準
動作温度範囲 -40 ℃ ～ +85 ℃
高温保存 +85 ℃, 1000 時間 抵抗値変化（標準値） ±10 % 
耐湿性 +85 ℃, 85 % R.H. 24 時間 抵抗値変化（標準値） ±30 %
熱衝撃 -40 ℃ ～ +85 ℃, 20 回 抵抗値変化（標準値） ±30 % 
耐溶剤性 MIL-STD-202, Method 215 変化なし 

耐振動性 MIL-STD-883C, Method 2007.1 Condition A 変化なし (Rmin  < R < R 1max )

信頼性試験手順および必要条件

項目 試験条件 良/不良の判定基準

目視/寸法 寸法と構成材料の検証 PRCPごとの機械特性による

抵抗値 23℃一定 Rmin ≤ R ≤ R 1max

トリップまでの時間 規定電流、最大電圧Vmax,23℃ T ≤ max. トリップまでの時間 (秒)

保持電流 保持電流で30分印加 トリップのないこと

トリップサイクル寿命 Vmax , Imax , 100 サイクル アーク放電、燃焼のないこと

トリップ寿命 Vmax , Imax , 48 時間 アーク放電、燃焼のないこと

はんだ付け性 245 ℃ ±5 ℃, 5 秒 95 % 以上はんだがついていること
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＆  
■ 表面実装デバイス

0402 mils
■ 応答性の早い

小型パッケージ低抵抗タイプ

■ RoHS対応* 及び ハロゲンフリー**

■ 安全規格:

最大電圧 最大電流

(Ω)(A)

Hold Trip

保持電流 トリップ電流 抵抗値

トリップまでの最大時間

(A)

温度軽減チャート - Ihold  (A)

品　名
周囲動作温度

-40 ℃ -20 ℃ 0 ℃ 23 ℃ 40 ℃ 50 ℃ 60 ℃ 70 ℃ 85 ℃

PRCP-ASML010/6 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04

PRCP-ASML020/6 0.32 0.28 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 0.08

PRCP-ASML035/6 0.56 0.49 0.42 0.35 0.28 0.24 0.21 0.17 0.14

PRCP-ASML050/6 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20

Volts Amps
at 23 ℃

(秒)

Vmax Imax

PRCP-ASML/X シリーズ - ポリマー・リセッタブル・サーキット・プロテクター



PRCP-ASML/X シリーズ – ポリマー・リセッタブル・サーキット・プロテクター

10,000 個/ リール

包装数量

製品寸法

端子材料:
ENIG処理

　　　　推奨ランドパターン

0.70±0.1

(.028±.004)

0.4±0.1

(.016±.004)

(.024±.002) (.024±.002)

品　名 スタイル
A B C D E

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Min.

PRCP-ASML010/6 1

0.85
(0.033)

1.15
(0.045)

0.35
(0.014)

0.65
(0.026)

0.20
(0.008)

0.60
(0.024)

0.10
(0.004)

0.03

(0.0012)

PRCP-ASML020/6 2

PRCP-ASML035/6 2

PRCP-ASML050/6 2

単位：
mm

(インチ)

　　　底面

D EA C

　　上面 　　側面

B

　　　底面

D EA C

　上面 側面

B

スタイル1

スタイル 2

仕様書の内容は、予告なく変更されることがあります。
特定の目的においては実際のデバイス性能をお確かめください。

標準マーキング

なしPRCP - ASML 050 / 6 - 2 

製品名称

シリーズ名 
ASML = 0402　低抵抗
表面実装タイプ

保持電流 I hold
010 - 050 (0.10 A - 0.50 A)

最大電圧 Vmax
6 = 6 V

包装
-2 =  テープ＆リール

発注方法

EIA-481に準拠

0.60±0.050.60±0.05



PRCP-ASML/X シリーズ – ポリマー・リセッタブル・サーキット・プロテクター

注記：

• PRCP-ASML/X モデルでは、リフロー半田付けを対象としています。

• ウェーブはんだ付けは、デバイスがPCBの上部にあり、熱源の反対側に
ある場合にのみ可能です。

• 手はんだは推奨いたしません。

• 温度は、デバイスの表面で測定されたものを指します。

• リフロー温度が推奨条件を超えますと、デバイスは仕様を満たさない
場合があります。

• 鉛はんだ、鉛フリーはんだのリフロープロファイルに適応します。

• はんだが過剰になりますと、ショートの原因となります。  

発注方法

Temperatu re of Lead/Pad Junction

Process Materials Temperature Time
Description Interval

1. Apply solder paste to • Sn 96.5 / Ag 3.0 / Cu 0.5 Room temperature
test board (8 - 10 mil thick) Alloy water soluble or no 

clean solder paste
(see note 1)
• single sided epoxy glass
(G10) (UL approved)
• PC board approx. 4x4x.06 in.

2. Place test units onto board 6 units/board
3. Ramp up Convection oven (see note 2) 2.5 °C ± 0.5 °/sec.
4. Preheat (TS .ces03±09C°091otC°051)
5. Time above liquidus (TL .ces09-06C°022)
6. Peak temperature (TP °5-/°0+C°052)

10-20 sec. within
5 °C of peak

.ces/C°5.0±C°3erutarepmetmooRnwodpmaR.7
(see note 2)

8. Cleaning water clean profile High pressure deionized 72 °F to 160 °F As required
water 65 PSI max. (22 °C to 71 °C)

Inspect solder joint to determine if solder joint is
acceptable (i.e. exhibits wetting of joint’s surface).
Use the following criteria (ref. acceptability of printed
board assemblies, IPC-A-610):
A) Acceptable (see Figure 1)
(1) The solder connection wetting angle (solder to
component and solder to PCB termination) 
does not exceed 90 °.

(2) Solder balls that do not violate minimum 
electrical clearances and are attached 
(soldered) to a metal surface.

B) Unacceptable (see Figure 2)
(1) Solder connection wetting angle exceeding 
90 °.

(2) Incomplete reflow of solder paste.
(3) Dewetting.

If unacceptable, determine cause and correct prior to
next run.
NOTES:
1. Water soluble solder paste only above 100K.
2. Refer to ref. temperature profile. Temperature at 
lead/pad junction with “K” type thermocouple.

3. Units that are board mounted for environmental 
testing must see a peak temperature in the reflow 
zone, as specified. This is to ensure that all test 
units will see “worst case conditions”.

4. Ramp down rate to be measured from 245 °C to 
150 °C.

5.   Process Description 8 does not apply to open 
frame trimmers.

(Derived using 6-zone Convection Oven)

TP

TP

tp

ts

T TO　　　上昇
L

TL

tL

25

Ts max

Ts min

　予熱

温
度

時間

はんだ付け

冷却

t  25 ℃ からピーク

鉛フリー部品

平均上昇率 (Tsmax  から Tp ) 3 ℃ / 秒 max.

予熱：

 温度 Min. (Tsmin ) 

 温度 Max. (Tsmax )

 時間 (Ts min  から Tsmax ) (ts)

150 ℃

200 ℃

60～180 秒

はんだ溶融温度維持時間:  

時間 (tL)

217 ℃

60～150 秒

ピーク温度 (Tp) 260 ℃

実際のピーク温度の5℃以内の時間 (tp) 20～40 秒

冷却率 6 ℃ / 秒 max.

25 ℃ からピーク温度までの時間 8 分 max.

工程

推奨リフロー条件

仕様書の内容は、予告なく変更されることがあります。
特定の目的においては実際のデバイス性能をお確かめください。

温度 (TL) 



PRCP-ASML/X シリーズ – ポリマー・リセッタブル・サーキット・プロテクター

8.00 ± 0.10
(.315 ± .004)

4.00 ± 0.10
(.157 ± .004)

10X =
40.0 ± 0.20

(1.575 ± .008)

14.4*
(.57)

50
(1.97)

MIN.
ハブ径

2.00 ± 0.05
(.079 ± .002)

2.00 ± 0.05
(.079 ± .002)

0.055 ± 0.010
(.0022 ± .0004)

0.70 ± 0.05
(.028 ± .002)

1.18 ± 0.05
(.046 ± .002)

1.75 ± 0.10
(.069 ± .004)

390
(15.35)

カバー
テープ

0.60 ± 0.05
(.024 ± .002)

MAX.
185

(7.283)
MAX.

*ハブで測定

巻き始め MIN.

160
(6.30)

巻き終わり MIN.

8.4 +1.5 / -0*
(.331 +.059 / -0)

1.55 ± 0.05
(.061 ± .002)

3.50 ± 0.05
(.138 ± .002)

寸法：
mm

(インチ)

PRCP-ASML/X シリーズ EIA-481に準拠

包装仕様

φ

仕様書の内容は、予告なく変更されることがあります。
特定の目的においては実際のデバイス性能をお確かめください。




